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Данные рентгенофазового анализа, представленные на рис. 2, б, показывают, что при повышении 
температуры прогрева от 250 до 400 °С новые фазы не образуются (однако появляются следовые коли-
чества оксида меди Cu4O3), а интенсивность и количество рефлексов интерметаллических соединений, 
твердых растворов и оксидов возрастают. 

Результаты исследования методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) свидетельству-
ют, что при прогреве происходит изменение формы частиц: округлая форма частиц трансформируется 
в многоугольную, проявляется их кристаллическая огранка (рис. 3). Такое превращение становится 
заметнее при повышении температуры от 250 до 400 °С. Предельные размеры частиц при этом не из-
меняются, а средние размеры возрастают в 2 раза при прогреве до 400 °С.

Рис. 3. Микроструктура покрытий Cu – Sn, прогретых при температуре 250 °С (а) и 400 °С (б) в течение 2 ч. 
Содержание меди: а – 70 мас. %, б – 80 мас. %

Fig. 3. Microstructure of Cu – Sn coatings heated at temperature 250 °С (a) and 400 °С (b) for 2 h. 
Copper content: a – 70 wt. %, b – 80 wt. % 

Выщелачивание исходных и прогретых покрытий. Для установления оптимальных условий вы-
щелачивания покрытия выдерживали в 7,5 моль/дм3 растворе NaOH в течение 24 сут при комнатной 
температуре.

Рис. 4. Зависимость скорости выщелачивания покрытий от длительности выдерживания 
в 7,5 моль/дм3 растворе NaOH при комнатной температуре до и после прогрева при 250 и 400 °С

Fig. 4. Dependence of the rate of coatings leaching on the duration of their treatment 
in 7.5 mol/dm3 NaOH solution at a room temperature before and after heating at 250 and 400 °C


